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强一半导体（苏州）股份有限公司
[bookmark: OLE_LINK5]投资者关系活动记录表
                                                   编号：2026-002
	投资者关系活动类别
	☑特定对象调研        ☑分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          ☑路演活动
□现场参观
□其他 （请文字说明其他活动内容）

	参与单位名称（及人员姓名）
		公司名称

	太平养老
	海富通
	景林资产

	广发证券
	中信建投证券
	长江证券

	富国基金
	瓴仁投资
	南方基金

	中金公司
	汇安基金
	兴业证券

	麦格理资本
	摩根资管
	工银瑞信

	东吴证券
	平安资管
	嘉实基金

	广发基金
	中银资管
	博时基金

	中海基金
	博道基金
	申万菱信基金

	域秀资本
	浙商证券
	国泰基金

	衡颐资管
	海创基金
	财通基金

	申万宏源证券
	东亚前海证券
	中银基金

	溪牛投资
	国寿安保基金
	天风证券

	瀚伦投资
	中泰证券
	莹泉资管

	新华资产
	西部证券
	民生加银基金

	开源证券
	银华基金
	立格资本

	国泰海通证券
	国信资管
	平安证券

	安联基金
	冲积资产
	恒泽投资

	长信基金
	一典资本
	东方财富证券

	大成基金
	易方达基金
	大家资产

	诺德基金
	华夏基金
	维嘉资本

	信达澳亚
	Point72
	国投瑞银基金

	永赢基金
	兴证全球基金
	宝盈基金

	华商基金
	景顺长城基金
	长城基金

	平安基金
	诺安基金
	建信基金

	长盛基金
	工银安盛
	泰康资产

	阳光资产
	趣时资产
	招银理财

	华泰证券
	太平资产
	中港融鑫

	Elevation Capital
	运舟资产
	华金证券

	东兴证券
	中银证券
	阳光保险

	西部利得基金
	汐泰投资
	三井住友德思资管

	圆信永丰基金
	兴业基金
	财通资管

	浦银安盛基金
	泉果基金
	德邦基金

	华泰柏瑞基金
	长江资管
	歌汝资产

	国联安基金
	光大证券
	彬元资本

	建信养老
	和谐汇一资管
	东方阿尔法基金

	泓德基金
	东方红资管
	野村东方证券

	中欧基金
	平安养老
	三井住友资管


共111家机构及其相关人员参与交流。

	时间
	2026年5月

	地点
	苏州会议室、线上、杭州

	上市公司接待人员姓名
	董事会秘书 张子涵女士
投资者关系经理 任缘女士

	投资者关系活动主要内容介绍
	Q：2026年第一季度业绩表现是否可以类推全年？
A：26Q1营业收入2.85亿元，同比增长229.39%；归母净利润1.12亿元，同比增长697.60%。本期业绩大幅增长，主要系：1）受益于全球AI算力芯片测试需求快速增长，叠加半导体行业整体景气上行周期，下游客户测试需求旺盛，公司成熟MEMS探针卡产品订单持续放量。2）2025年度已发货但尚未满足收入确认条件的存量订单，于2026年第一季度按照企业会计准则相关规定确认收入，对本期业绩形成正向贡献。3）公司客户结构优化，订单质量与稳定性持续提升；同时随着业务规模扩大，规模效应逐步显现。
公司营业收入整体保持快速增长，但受下游半导体行业客户采购计划、项目验收节奏及市场需求波动等因素影响，公司经营业绩存在一定季节性特征，常表现为第四季度收入占比相对较高，2023-2025年度公司第四季度营业收入占全年营业收入的比例分别为49.72%、39.18%和36.07%。2026年第一季度公司营业收入中存在2025年已发货但尚未满足收入确认条件的存量订单，于2026年第一季度按照企业会计准则相关规定确认收入，不能简单用单季度增长类推全年。
Q：公司的发展历程？
A：公司自设立之初即定位为面向半导体设计与制造的专业探针卡供应商，2015-2016年，公司产品以悬臂探针卡为主。2017年，公司开始发力垂直探针卡产品的销售。2017年至2019年，公司完善业务体系，形成MEMS探针及探针卡技术的原始积累。2020年，公司首次实现自主2D MEMS探针及探针卡的量产，通过不断提升量产良率，于当年形成批量交付。2021年以来，公司2D MEMS探针卡销售收入实现快速增长。在这一阶段，公司持续保持较高研发投入，在不断提升2D MEMS探针卡等产品性能的同时，实现了薄膜探针卡的量产。公司于2024年完成了2.5D MEMS探针卡的验证，目前已完成多片面向Flash、DRAM等存储芯片测试用探针卡的小批量出货。
[bookmark: _GoBack]Q：MEMS探针卡是未来的趋势吗？
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]A：MEMS探针卡在市场占主导地位，在全球MEMS探针卡市场占比超70%。随着半导体工艺的发展，晶圆测试要求不断提升：更为极端的电气性能、显著减小的接触焊盘间距、不断增加的接触焊盘密度、更严苛的机械精度、更极限的工作温度、更紧凑的生产周期、同时测试多个芯片的高并行性以及更便捷的维修和维护等。探针卡相关技术亦不断随之发展，逐步由传统机械加工方式发展为综合了先进激光技术和光刻工艺以构建微米尺寸零部件的MEMS工艺，探针卡技术向超密集间距（<45μm）、超高频（220GHz）、超长寿命（100万次）方向演进。使用MEMS工艺进行探针加工，不仅能获得更小直径的金属微结构，还具有批量加工优势，得到的探针结构具有良好的一致性，形成的阵列平面度非常高。
Q：探针卡行业的市场规模和公司地位？
A：据QYResearch数据估算，2025年全球半导体探针卡市场规模大约为36.40亿美元，预计2032年将达到73.13亿美元；2025年中国半导体探针卡市场规模约6.15亿美元，占全球的比重为16.9%。2025年公司在全球探针卡厂商中的排名为第6位，是近年来唯一跻身全球半导体探针卡行业前十大厂商的境内企业。公司在MEMS探针卡这一高技术壁垒的细分领域表现更为突出，2025年在全球MEMS探针卡厂商中的排名为第5位。
Q：探针卡的技术和投入要求高吗？
A：探针卡的研制是材料、热、力、光、电、机械等多个基础学科的综合和交错，从材料、热、力、电的仿真到产品机械结构和电路的设计，再到MEMS工艺涉及的光刻、刻蚀、电化学沉积、研磨、匀胶显影、激光刻蚀等制造工艺，均需要大量的高端技术人才和具备多学科知识基础以及行业知识的复合型人才。同时，探针卡产品的迭代升级需要行业龙头客户的牵引和容错。
MEMS工艺制造探针过程中需要用到光刻机、刻蚀机、电镀设备、研磨机、激光设备等先进且昂贵的设备，前期投入大、投资风险高。另外，由于半导体技术的不断发展以及探针卡高度定制化的特征，厂商需要持续保持较高研发投入和人才投入以应对不断发展和差异化的测试需求。

	关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明
	无

	附件清单
	

	日期
	2026年05月




